
动脑更要动手，中国集成电路产业需创建新的人才培养范式
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在近日召开的2021第四届半导体才智大会上，由中国电子信息产业发展研究院联合中国半导体行业协会、示范性微电子学院产学融合发展联盟、安博教育集团等单位编制的《中国集成电路产业人才发展报告（2020-2021年版）》（以下简称《报告》）正式发布，多位专家针对该报告进行了深度解读。从《报告》中可以清晰地看出，虽然如今中国在半导体人才培养方面取得了许多成绩，但是依旧面临着重重考验。

半导体人才在数量以及质量方面均有长足进展
近年来，我国对集成电路人才培养愈发重视，使得集成电路人才无论是从数量还是从质量方面，都有了很大提升。在人才数量方面，我国集成电路产业正处于布局和发展期，行业薪酬不断提升，进入本行业的从业人员不断增多。

人才数量的激增，也得益于在国家政策支持下孵化出的越来越多的人才培养平台的支持。“如今，国家成立了多所国家示范性微电子学院、国家集成电路人才培养基地、国家集成电路产教融合创新平台，可以看出国家在集成电路人才培养方面下了大功夫，效果也非常显著。”北京工业大学微电子学院教授冯士维向《中国电子报》记者说。

与此同时，集成电路人才的质量与以往相比也有了很大改善。2016—2020年示范性微电子学院毕业生进入本行业从业人数进一步提升。行业整体薪酬保持稳定增长的良好发展态势，设计业岗位薪酬最高，研发类岗位涨幅最为突出。

北京超弦存储器研究院执行副院长、北京航空航天大学兼职博导赵超向《中国电子报》记者表示，集成电路人才质量的提升，主要得益于高校在集成电路的学科建设方面的热情空前高涨，例如，高校在研究生培养的规模方面有了很大提升，这也使得学生报考集成电路专业和企业定制班的积极性有了很大的提升。

“校热企冷”、高校师资力量短缺成人才培养两大隐患
《报告》提到，如今中国的半导体人才培养依旧面临种种考验，其中，在产教融合培养模式中的“校热企冷”现象，以及高校师资力量短缺的现象，是如今中国半导体人才培养过程中较为突出的困难。

赵超向《中国电子报》记者表示，在产教融合的过程中，确实存在严重的“校热企冷”的现象，这主要由于四个原因造成的，其一，联合培养计划对学生的去向没有约束力，企业花了钱和时间，却没有办法留住人才，甚至出现为竞争对手培养人才的案例。其二，产教融合定制班的名额往往有限，远远达不到企业的人才需求数量，使得企业觉得杯水车薪，不愿过多投入。其三，集成电路人才培养的周期较长，与企业对人才需求的迫切性不相匹配，因此“远水解不了近渴”。其四，产教融合人才培养的计划和内容与企业对人才知识结构的期待依旧有差距，这是由于一些高校的教学体系相对陈旧，且教师缺乏生产实践的经验，使得学生也严重缺乏实践能力。

师资力量是人才培养的基石，而如今高校集成电路师资力量的短缺，也为人才培养增添了许多苦难。北京交通大学电子信息工程学院副教授李金城向《中国电子报》记者表示：“如今高校都在极力呼吁‘破五唯’，即克服唯学历、唯资历、唯‘帽子’、唯论文、唯项目的倾向，不只是把论文、专利、承担项目、获奖情况、出国（出境）学习经历等作为教师的限制性条件，这对于集成电路专业而言尤为重要。这是由于集成电路本身是‘慢工出细活’的产业，很难在短时间内出创新性的成果，但是若想在高校成为集成电路专业的老师，却不得不与‘五唯’进行‘死磕’，这也使得很多优秀的人才不愿意回到高校成为老师。而许多高校的老师，也苦于‘五唯’的困扰，无法把过多精力放到教学本身上。因此，对于集成电路专业的教师而言，或许需要更适合的考核体系，而仅仅是按照‘五唯’的标准来要求。”

此外，冯士维认为，目前中国集成电路缺乏高端产业人才，而这样的人才往往需要进行融合式的培养，即掌握产业链中的多项技能，而不仅仅掌握单一技能。然而在师资方面，由于受到“五唯”评价体系的限制，导致高校难以招聘到掌握多项技能的教师资源，因此在培养高端人才方面也尤为困难。

企业与高校携手 加强人才实操能力培养不是一朝一夕的工作
面对难题，社会各界也在迫切寻找破解之道。上海临港产教融合中心主任王小玲在此次《中国集成电路产业人才发展报告（2020—2021 年版）》发布大会上表示，针对人才培养“校热企冷”现象，可以通过园区搭建产教融合平台，把企业、学校和行业协会等各方需求和资源进行整合，在园区产教融合平台上展开合作，帮助各界减少时间、沟通和创新成本。

此外，为了强化人才的实操能力，企业与高校也应进一步携手，开创新的人才培养范式。芯华章科技副总裁兼董事会秘书王喆向《中国电子报》记者表示，学生从高校到进入产业，需要在理论与实操方面全面进阶，而开源EDA工具能为学生了解EDA、使用EDA，以及实践芯片设计流程提供更好的机会。以芯华章的人才培养模式为例，芯华章联合各方优质资源打造“X-行动”人才培养专项计划，通过A+B进阶型EDA课程并融入开源EDA实践，让所培育出来的人才不仅符合企业研发人员的能力和素质模型，更具备领先的技术视野和全新的技术能力，短短一年时间，已有来自20所不同高校学子和跨领域共160余名人才完成X-行动课程。

今年6月，芯华章科技成功发布《EDA 2.0白皮书》。对此王喆表示，未来的EDA技术也将融入人工智能与云原生等前沿技术，重构芯片验证系统的底层运算架构，加速芯片创新效率，带动EDA向智能化发展。“该模式可以让系统工程师和软件工程师都能参与到芯片设计中来，降低技术门槛，同时大幅减少芯片架构探索、设计、验证、布局布线等工作中的人力占比，解决设计难、人才少、设计周期长、设计成本高企的问题，用智能化的工具和服务化的平台来缩短从芯片需求到应用创新的周期，从而解放更多的人力资源，缓解设计人员缺口的状况。”王喆说。

在集成电路高校教师的破“五唯”方面，赵超表示，首先，高校可以从企业中聘用有研发经验的高级管理人员，甚至退休的研发人员，担任高校老师，这也是美国、日本等高校常规的做法。其次，高校应支持青年教师中途停职去参与企业研发工作的，并将其作为集成电路工程专业职称评定的必要条件，从而提升青年教师的实践能力，在教育学生时也能带传授更多实操经验，而不仅限于书本知识的传教。此外，还应当鼓励高校之间的教授兼课，把有限的优质教育资源放大，让更多高校的学生有机会得到优秀教师的经验传授。

然而，人才培养是“慢工出细活”的工作，这些破解之道很难在短时间内取得跨越式进展，还需一步一个脚印，稳步前行。


